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Aplicatii: Globuri pentru pomul de iarna, lumini dinamice, jocuri de lumini, sistem de avertizare in anumite zone, semnalizare
suplimentara avarie in trafic, atentionare functionare, publicitate, accesorii jucarii, balize, ...
Schimbarea valorilor condensatoarelor sau a numarului de leduri pe ramuri, pot fi unele din primele experimente cu circuite
electronice prin care vom intelege mai bine functionarea circuitului basculant astabil si rolul elementelor din circuit. Cascadati
circuitul, fascinatia si intelegerea circuitelor de comutatie si @ modului lor de functionare va fi profunda.

Functionare

In figura 1 se prezinta circuitul basculant astabil, realizat cu
tranzistoarele bipolare Q1 si Q2 de tip PNP, a carui perioada
de basculare este determinata de valorile componentelor
C1,R1, C2,R3.
in perioada in care Q1 este in saturatie, baza tranzistorului
Q2 este adusa la un potential aproape de potentialul Vcc,
Q2 se va bloca; prin R4 nu va circula curent iar ledul D2 nu
va fi alimentat. Prin circuitul de colector al tranzistorului Q1,
ledul D1 se va aprinde intrucét prin el circuld un curent
electric. Ciclurile sunt descrise in Anexa 1.

Daca la primul circuit bascularea, prima stare, este

diferentelor valorilor elementelor de circuit (capacitati,
rezistente, parametrii tranzistorilor,...), al doilea circuit este
unul atipic, I-am putea numi tristabil, amuzant, nu ? Un
astabil cu trei stari instabile. Este un experiment ce poate
[amuri multe din neclaritatile privind circuitele basculante.
Starea initiala este determinata de incarcarea capacitatii
C11 prin R5, Q3 se va deschide, D3 se va aprinde, va
declansa ciclul de incarcare a lui C3 prin R7, se va aprinde
D4, fenomenul se va repeta si pentru Q5 care va inchide
ciclul prin descarcarea lui C11 prin C5.

Ultima schema este un circuit astabil cu 5 stari. Joaca poate

determinata comportarea circuitului la alimentare datorat continua...
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Fig.1 Schema electrica
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Lista de componente

Nr.Crt. Componenta Denumire Valoare Cant
1 C1,Cc2,C3,c4,C5,C6,C7,C8, €9,C10,C11,C12 Condensator 10u 12
2 D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8, D9,D10 Led LED 10
3 J1,J2,33 Conector CON2 3
4 Q1,02,03,04,Q5,Q6,Q7,Q8, Q9,Q10 Tranzistor BC556 10
5 R1,R3,R5R7,R9,R11,R13, R15,R17,R19 Rezistenta 47kQ 10
6 R2,R4,R6,R8,R10,R12,R14, R16,R18,R20 Rezistenta 470Q 10

Fig.2 Amplasarea componetelor

Acest produs se livreaza in varianta circuit imprimat, circuit imprimat + componente sau in varianta asamblata in scopuri educationale

si va fi insotit de documentatia completa de asamblare pe CD.

Daca doriti sa aflati mai multe despre produsele noastre, vizitafi situl www.epsicom.com

Daca ati intampinat probleme cu oricare dintre produsele noastre sau daca doriti informatji suplimentare, contactati-ne prin e-mail office@epsicom.com

Pentru orice Tntrebari, comentarii sau propuneri de afaceri nu ezitati sa ne contactati pe adresa office@epsicom.com
31 Sararilor Street | 200570 Craiova, Dolj, Romania | 0723.377.426, 0743.377.426



Tehnica lipirii componentelor electronice pe circuitele imprimate

Procesul de lipire a componentelor electronice este de asamblare a doua metale prin utilizarea unui aliaj de lipire. intrucat defectele de lipire
sunt principalele cauze in defectarea echipamentelor, trebuie sa acordam o atentie deosebita acestei operatii, sa avem cunostintele necesare
finalizarii cu succes a operatiunii si conferi fiabilitate ridicata aparaturii electronice.

Tn primul rAnd vom avea nevoie este un ciocan de lipit (statie de lipire cu
temperatura controlata), adica de sursa de caldura utilizata pentru a topi aliajul
de lipire. in laboratorul electronistului, pentru lipirea componentelor pe placa
de circuit imprimat, este recomadat ciocanul de lipit cu putere de 15W - 30W.
Folosind pe cele de putere mai mare riscam sa distrugem fie componenta, fie
placa de circuit imprimat. Daca dorim sa lipim componente mari, cabluri cu
diametru mare, atunci este intr-adevar recomandat un ciocan de lipit putere
mai mare (40 W sau mai mare), pentru un transfer rapid de energie termica.

O statie de lipit poate controla cu precizie temperatura varfului de lipit, spre
deosebire de un pistol de lipit sau ciocan de lipit standard, unde temperatura
vérfului va creste prea mult in stare de repaos si va scadea sub temperatura
optima la lipire.

Pistolul de lipit are in plus dezavantajul unei cresteri necontrolate de
temperatura ceea ce duce la oxidarea rapida a varfului si arderea adezivului
dintre traseele de cupru si suportul de rasina.




Controlul temperaturii

Elementul cheie pentru efectuarea unor lipituri bune este controlul temperaturii optime; vom urmari cat de repede se incalzeste véarful, la ce
temperatura se stabilizeaza si cat timp ramane la aceasta temperatura (histerezis termic).
Temperatura ar trebui s& inceapa intotdeauna de la cea mai joasa valoare posibila, de exemplu de la 260°C si o putem creste dupa pentru a
obtine rezultatul dorit.

Aliajul de lipit

Pentru lipirea componentelor electronice este folosit un aliaj de metal, realizat prin combinarea de staniu si plumb (Sn/Pb) in proportii
diferite, marcate pe eticheta diferitelor tipuri aliaje de lipire.
Lipirea este definita ca fiind "unirea metalelor prin fuziune de aliaje care au puncte de topire relativ scazute”,
adica se utilizeaza un metal care are un punct de topire scazut pentru a adera la suprafetele care trebuie
sudate impreuna. Lipirea cu metal topit se deosebeste de sudare, in care metalele de baza sunt de fapt
topite si combinate.
Cu cele mai multe combinatii aliaje de Sn/Pb, topirea nu are loc dintr-o data. In prima faza aliajul se
plastifiaza la 183°C, dar nu este complet topit pana cand temperatura nu ajunge la 216°C. Intre aceste
doua temperaturi, aliajul de lipit se inmoaie, este in stare semi-lichida.
Temperaturile de topire variaza functie de compozitia aliajului, astfel pentru aliaj 60/40 Sn/Pb intervalul este
mult mai mic decat in cazul aliajului 50/50 Sn/Pb, iar la aliajul cu raportul 63/37 Sn/Pb, cunoscut sub numele
de aliaj de lipire eutectica, nu are, practic, nici o zona intermediara, se topeste aproape instantaneu la
183°C.
Trebuie sa acordam atentie temperaturii de lipire, pentru a avea o lipitura lucioasa si nu dura, mata.
Temperatura pentru lipirea componentelor electronice ar trebui sa fie in limitele de 300°C-380°C. O temperatura prea mica nu este suficienta
pentru lipire, iar o temperatura prea mare poate cauza picurarea aliajului de lipire, poate distruge izolatia cablurilor sau distruge
componentelor electronice.
Aliajul de lipit folosit in electronica poate avea diferite compozitii, fiecare destinat unui anumit scop.
Elementul de baza este staniul. Un mic adaos de cupru (max. 3 %) reduce uzura (dizolvarea in aliajul topit a varfului ciocanului de lipit). Un
mic adaos de argint (max. 3 %) mareste rezistenta la coroziune a lipiturii in medii umede. Aliajele de staniu cu cupru sau argint au punctul de
topire mai ridicat, catre 220°C, iar lipiturile trebuiesc facute cu precautie. Desi plumbul este un aliaj foarte bun, in prezent este prohibit din
motive ecologice. Pentru o temperatura de topire si mai mica (145°C) se foloseste, mai rar, aliajul staniu - plumb - cadmiu. Alegerea optima a
diametrului sérmei de fludor va ajuta la controlul cantitatii aplicate imbinarii. Un diametru de 0,75 mm la 1.0MM este recomandat.

Caracteristicile Fludorului sunt determinate de aliajul folosit (PbSn xx, SnAg xx, ...) dar intr-o masura considerabila si de fluxul (fondantul)
utilizat. Fondantul pentru lipire are o influentd majora in special asupra procesului de lipire, intinderea aliajului de lipit (deseori chiar si pe
suprafete partial oxidate), stropirea la lipirea manuala, etc. De aceea, in ciuda multelor specificatii similare (conform fiselor de date), se pot
detecta diferente intre aliajele de lipit. In afara de cei mai importanti parametrii cum ar fi compozitia aliajului si proprietatile fondantului,
anumite proprietéti (cum ar fi stropirea si intinderea aliajului de lipit) pot fi evaluate doar in momentul utiliz&rii unui anumit tip.

Actiunea de umectare

Cénd aliajul de lipire topit vine in contact cu o suprafata de cupru, are loc o actiune decapant-metal. Decapantul se dizolva si acopera
suprafata de cupru iar moleculele aliajului de lipire se amesteca cu cele de cupru formé&nd un nou aliaj numit solvent de umectare cu o parte
de cupru si o parte de aliaj SnPbn ce formeaza legétura dintre piesele metalice. Umectarea poate avea loc numai daca suprafata cuprului
este necontaminata de oxizi (se formeaza atunci cand metalul este expus direct la aer) iar aliajul de lipit si suprafata de lipire au ajuns la
temperatura corecta.

Desi suprafetele de lipire pot arata curate, exista intotdeauna un film subtire de oxid ce o acopera. Pentru o buna lipire solida, continua,
oxizii de suprafata trebuie s fie eliminati in timpul procesului de lipire, folosind un fluxul de lipire.

Fluxul de lipire

Conexiunile prin lipire se realizeaza numai pe suprafete foarte curate. Se pot folosi solventi pentru curatarea suprafetelor inainte de lipire
insa se evapora si oxideaza rapid pe suprafata metalelor incalzite. Metoda optima de inlaturare a peliculei de oxid este prin utilizarea unor
materiale denumite fluxuri. Fluxurile sunt rasini naturale, sintetice sau aditivi chimici, numiti activatori, unele solubile in apa.

Fluxul indeparteaza oxizii, ii mentine in suspensie si nu permite formarea altor oxizi in timpul operatiei de lipire. Aceasta se realizeaza prin
actiunea sa coroziva, la temperaturi de lipire prin topire si reprezinta capacitatea fluxului de a elimina rapid oxizii metalici. La temperatura
scazuta, desi este coroziv, nu va afecta circuitele. Fluxul lichid se aplica in strat subtire pe toata suprafata de lipire. Aliajului de lipire cel mai
uzual este cel pe baza de colofoniu.

Rar, foarte rar, este folosita pasta de lipire pe baza de acid, folosita indeosebi pentru lipit tevi sanitare din cupru, pentru decontaminarea
suprafetelor foarte oxidate. in cazul in care o folositi in electronica, acidul va distruge traseele de pe placa de circuit imprimat si coroda
terminalele componentelor, formand un strat conductor de oxid care va produce scurt-circuite intre trasee. De aceea, va trebui aplicata o
procedura de spalare pentru neutralizarea efectului alcalin folosind solventi sau solutii de curatare, urmata de o clatire a suprafetelor, dupa
care placile sunt uscate.



Masa termica

Primul factor care trebuie luat in considerare atunci cand lipim este masa termica relativa a imbinarii de sudat. Aceasta masa poate varia
intre limite largi. Fiecare punct de lipire are propria masa termica iar raportul acestuia cu masa varfului ciocanului de lipit determina timpul de
lipire si timpul de revenire a temperaturii la valoarea stabilita.

Capete pentru ciocanele de lipit

La ciocanele de lipit cu varful din cupru, zona de lipire se
uzeaza prin dizolvarea cuprului in aliaj (cuprul este foarte solubil
in aliaj SnPb lichid) si prin oxidare. Dup& o perioada de folosire,
este necesara refacerea varfului prin pilire si cositorire. Noile
modele de capete de lipire sunt cromate, suprafata de protectie
pe care aliajul nu are aderents, iar varful este acoperit cu o
pelicula subtire din fier pur, pe care aliajul adera foarte bine si
impiedica dizolvarea cuprului in aliaj. Curétarea acestuia se
executa numai cu buretele umed. Pentru o utilizare indelungata
trebuie sa stim c& varful nu se,freacd” pe circuite, fire, ... pentru a
nu se inlatura straturile de protectie iar zona activa (varful capului
de lipire) se mentine permanent acoperité cu aliaj.

Capatul de lipire poate fi:

conic - pentru lipituri fine, componente mici;

tronconic sau piramidal - pentru lipirea componentelor mai mari;
cilindru taiat oblic sau aplatizat in ,cap de dalta” - pentru lipirea
rd pieselor mari, conductoarelor filare groase etc.

Se observa cg, functie de dimensiunea pieselor lipite, se
foloseste un varf cu suprafata de transfer corespunzétoare.

Starea suprafetei de lipire
Daca exista oxizi sau alte impuritati care acopera padurile sau
terminalele componentelor, acestea vor fi o bariera in transferul fluxului de caldurd. Chiar daca varful are dimensiunea si temperatura
potrivita, este posibil ca acesta sa nu poata furniza suficienta caldura pentru a topi fludorul.
Transferul termic in zona mica de contact dintre varful ciocanului de lipit cele doua componente pad/terminal piesa, se face mai bine daca
varful va lasa o mica cantitate de fludor topit. Formand o legatura termica, zona de contact este mult crescuta.
Vérful va fi in contact cu padul si terminalul componentei pentru egalizarea temperaturii de topire intre cele doua elemente asigurénd
legatura termica si transferul rapid si egal de céldura in punctul de lipire.

Aplicarea fludorului
Varful de lipit trebuie sa fie pozitionat pe punctul cu masa maxima a imbinarii. Acest lucru va permite transferul rapid de caldura catre piesele
de sudat. Fludorul topit curge intotdeauna din zona mai rece spre zona mai fierbinte, formand conicitate pe terminal.

Fludorul aplicat pe vérful ciocanului cu suprafata curatatd, decapata si incalzita corespunzator se va topi, avand o suprafaté neteda,
lucioasa, fara zgérieturi, muchii ascutite, granulatii sau cu goluri, slabite sau fara cantitate suficienta de fludor. Un luciu satin este permis.



O lipitura corecta trebuie sa arate c& fludorul a fost bine topit si a aderat pe suprafata. Lipitura trebuie sa formeze un unghi de contact mic
(sub 15° — 30°) ceea ce indica aderenta si continuitatea lipiturii, 0 evidenta tranzitie lind de la pad la componenta.

Etapele procesului de lipire

1.

2.

7.

8.

Porniti statia de lipit si reglati butonul la % din puterea maxima. Lasati-l s& se incélzeasca timp de 8 minute.

i timp ce ciocanul de lipit se incalzeste, pregétiti spatiul de lucru. Umeziti putin buretele si puneti-| in suport, pregatiti o bucata de
carton pentru excesul de fludor ce poate picura si asigurati-va ca aveti spatiu de lucru confortabil.

Pregatim suprafata circuitului imprimat stergdndu-I cu un tampon umezit in alcool, acetond, deoarece acestea vor elimina rapid petele
de pe suprafata (testati substantele chimice inainte pentru a nu afecta cernelurile solder mask-ul sau silk screen).

"Cositoriti" varful de lipit cu un strat subtire de fludor. Acest lucru ajuta in transferul de céldura intre varful ciocanului si componenta
pe care o lipiti, oferind totodata un minim de cantitate de aliaj de lipire ce poate fi completat.

Se aseaza componentele in locurile marcate pe circuitul imprimat, trecand terminalele de lipit prin padurile circuitului. Nu va fi nevoie
s& introducem toate componentele pe placa si sa le lipim pe toate odata. Vor fi lipite cateva componente. Initial este bine s& incepeti
cu cele mai mici si mai plane componentele (rezistente, integrate, diode de semnal, etc) si apoi cu componentele mai mari
(condensatori, tranzistori de putere, transformatoare, ...). Aceasta ordine tine circuitul plan, facandu-I mult mai stabil in timpul lipirii.
Este bine sa protejam componentele sensibile (MOSFET, circuitele integrate fara soclu) pana la sférsit pentru a reduce riscul de a le
deteriora in timpul asamblarii.

indoi;i firele dupa cum este necesar si se introduc componentele prin orificile corespunzatoare de pe placa. Pentru a le mentine pe
pozitie in timp ce le lipim, se pot indoi terminalele de pe partea de jos a placii la un unghi de 45° la piese cu terminale lungi, cum ar fi
rezistentele. Componentele cu terminale scurte, cum ar fi soclurile IC pot fi fixate in loc cu o banda adeziva.

Inainte de aplicare in zona de lipire, varful ciocanului de lipit va fi curétat stergandu-| pe buretele umed.

Asezati o secunda varfului ciocanului (incalzit la temperatura de lipire) pe zona de lipire, in contact cat mai bun cu piesele care se
lipesc, astfel incat contactul cu piesa mai mare sa se faca pe o suprafata mai mare, pentru un bun contact termic.



9. Aplicati o cantitate mica dar suficientd de fludor pentru a conecta treminalul componentei la pad. Acesta ar trebui sa arate ca o
picaturd, nu o cantitate prea generoasa. Se asteapta ca piesele sa se incalzeasca, se asigura topirea fluxului si curdtarea
suprafetelor Tnaintea topirii i intinderii aliajului.

i v .

10. Retrageti fludorul insa Iasati ciocanul de lipit pe loc pentru o secunda.

11. Retrageti ciocanul de lipit de pe lipitura si se asteaptati racirea si solidificarea aliajului; in acest timp piesele trebuie sa nu fie
miscate. Timpul de lipire este foarte important. Nu trebuie sa depaseascé 3-4 secunde pentru a nu deteriora traseele de circuit
imprimat. Acest fapt este semnalizat de aparitia unor bule de aer in lipitura.

12. Taiati firele aproape de lipiturd, folosind creste taietor cu falci diagonale, directionénd taietorul si protejand cu ména pentru a ne
asigura ca terminalele nu vor sari prea departe.

13. Dupa finalizarea operatiunilor de lipire, ciocanul de lipit va fi pastrat in suport, cu varful curat si acoperit cu o cantitate micé de fludor
pentru a obtine o suprafata cositorita continua.

& Atentie !!!

- Aliajul de lipire contine plumb care este otravitor daca asimilat in corpul nostru.

- Dupé operatiunea de lipire vom avea grija sa ne spaldm pe maini pentru a preveni consumul accidental.

- Fumul emanat de la lipire contine de asemenea plumb, astfel incat locul in care efectudm lipirea trebuie sa fie bine ventilat, pentru a evita
inhalarea fumului creat.

- Este o experientd cu totul neplacuta stropirea cu fludor sau colofoniu incins, astfel incét este nevoie de atentie la atingerea acestora in
cursul operatiei de lipire.

- Nu utilizati statia in apropierea materialelor inflamabile sau explozibile.

- Nu Iasati statia de lipit in functiune nesupravegheata.

- Nu [asati la indemana copiilor, pericol de arsuri sau socuri electrice.

- Nu lipiti componente pe circuite sub tensiune.

Nu uitafi !!! Pentru obtinerea unei performante electronistul trebuie sa exerseze si s “isi formeze mana”, altfel risca s& distruga
componente sau sa esueze in proiectele sale viitoare.



Defecte frecvente la lipirea cu ciocanul de lipit

temperatura scazuta

d 5 g Nus-a asteptat destul prea mult prea mult
EEErEniE SEaULa pad fludor fludor
temperatura scazuta [nu s-a asteptat destul OK OK
aderenta scazutd pag pin - pad

1. Lipituri ,reci” - suprafetele sunt acoperite cu aliaj de lipit dar nu s-a realizat contact intim intre elemente i aliaj;
- unghiurile de lipire sunt peste 70 — 90°;
Cauze: suprafete insuficient incalzite si/sau curatate;
2. Lipituri ,arse” - suprafetele sunt acoperite cu aliaj, dar intre aliaj si suprafete exista straturi de oxizi;
- suprafata aliajului nu este neteda, in jurul lipiturii gi in aliaj se observa impuritati;
Cauze: supraincalzire (temperatura prea mare sau durata prea mare pe lipiturd);
3. Lipituri ,crapate” - in timpul solidificarii aliajului, piesele au fost deplasate si aliajul are crapaturi (de regula vizibile);
4. Lipituri cu lipsa de aliaj - lipirea este realizata, dar cantitatea de aliaj este prea micé iar rezistenta mecanica este redusa;
5. Lipituri cu exces de aliaj - lipirea este realizatd, dar aliajul este Tn exces si terminalele nu se pot taia la lungimea necesard, lipiturile se ,rup”
usor, se produc scurtcircuite;
6. Lipituri cu scurtcircuit, datorate contactului nedorit al varfului cu suprafetele conductoare apropiate sau, in cazul excesului de aliaj, formarii
unor ,stalactite” sau ,fire” (adesea aproape invizibile) din aliaj la indepértarea ciocanului.

S-a constatat ca lipiturile reci si arse sunt cele mai frecvente defecte la lipire si se datoreaza in primul rnd insuficientei curatari a suprafetelor
ntrucét fie nu observa lipsa fluxului, fie, observand aceasta, se insistd, supraincalzind zona.

Lipirea sau precositorirea cablurilor multifilare litate este obligatorie pentru a evita caunele fire (lite) deplasate in timpul pozitionarii s&
provoace scurtcircuite.

Defecte datorate lipiturilor ce apar in timp




Dezlipirea pieselor de pe montajele electronice

Exista numeroase procedee de dezlipire a componentelor de pe circuitele imprimate. In acest scop se folosesc ciocane de lipit obisnuite sau
speciale, scule si dispozitive ajutatoare.
Dezlipirea pieselor fara indepartarea aliajului se face cu ciocanul de lipit obisnuit, in cazul firelor si pieselor cu 1-3 terminale, incalzind
zona lipita cu varful ciocanului acoperit cu colofoniu dupa care se extrage sau se indeparteaza terminalul cu penseta sau clestele. La
dezlipirea circuitelor integrate, a conectorilor, cablurilor multifilare plate, etc., se folosesc ciocane de lipit la care se monteaza varfuri speciale
pentru dezlipit, realizate in scopul incalzirii simultane a tuturor terminalelor piesei.

~ g

Cu asemenea capete se creaza o topire simultana a aliajului acoperit cu colofoniu iar extragerea piesei se face cu dispozitive cu gheare
extractoare, pentru ca piesa sa fie deplasata vertical.

Dezlipirea pieselor cu indepartarea prealabila a aliajului este mai putin solicitanta termic. Indepartarea aliajului topit se face cu pompe
,aspiratoare” de aliaj topit. Acestea au varful tubular din material termorezistent la care aliajul nu adera (Teflon). Aspiratia aliajului se face cu
ajutorul unui piston actionat de un arc, la destindere.

O alta metoda pentru indepartarea aliajului este cea prin capilaritate la care se foloseste o tresa impletita si deasa din s&rme subtiri de cupru
(precum cea de la cablurile ecranate). Tresa va fi bine acoperita cu colofoniu si se preseaza cu varful ciocanului pe aliaj. Cand se topeste,
aliajul este,aspirat” prin capilaritate de micile canale ale tresei; in urma ramane doar o pelicula foarte subtire. Tresa poate fi reutilizatd dupa
curatare prin incalzire i scuturare.

Daca dorifi sa aflati mai multe despre produsele noastre, vizitafi situl www.epsicom.com
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